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(54)【発明の名称】 ＥＬ素子を備える表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  ストリップ型ＥＬ素子及び表示装置の耐湿性
を向上させる。
【解決手段】  下絶縁体を熱硬化型エポキシ系樹脂に熱
硬化型シリコン樹脂を混合した材料で形成し耐湿性を向
上させた。さらに、下絶縁体上に防湿絶縁体を設ける構
成とした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明絶縁体に設けられた透明電極体と、
前記透明電極体上に発光体と誘電体を介して設けられた
下電極体と、前記下電極体上に設けられた下絶縁体と、
を備え,前記下絶縁体が熱硬化型エポキシ樹脂と熱硬化
型シリコン樹脂が混合された材料で形成されたことを特
徴とするＥＬ素子を備える表示装置。
【請求項２】  前記下絶縁体上に防湿絶縁体が設けられ
たことを特徴とする請求項１に記載のＥＬ素子を備える
表示装置。
【請求項３】  前記下絶縁体と前記防湿絶縁体の間に耐
湿層が設けられたことを特徴とする請求項２に記載のＥ
Ｌ素子を備える表示装置。
【請求項４】  透明絶縁体上に透明電極体を形成する工
程と、
前記透明電極体上に発光体、誘電体、及び、下電極体を
順次形成する工程と、前記下電極体上に、熱硬化型エポ
キシ系樹脂に熱硬化型シリコン樹脂を混合した材料を配
して、下絶縁体を形成する工程と、を備えることを特徴
とするＥＬ素子を備える表示装置の製造方法。
【請求項５】  前記材料には、熱硬化型エポキシ系樹脂
に重量比１％～３０％の熱硬化型シリコン樹脂が混合さ
れていることを特徴とする請求項４に記載のＥＬ素子を
備える表示装置の製造方法。
【請求項６】  前記下絶縁体上に熱硬化型シリコン樹脂
を配して防湿絶縁体を形成する工程を備えることを特徴
とする請求項４に記載のＥＬ素子を備える表示装置の製
造方法。
【請求項７】  透明絶縁体上に透明電極体を形成する工
程と、
前記透明電極体の上に発光体、誘電体、及び下電極体を
順次形成する工程と、前記下電極体上に、熱硬化型エポ
キシ系樹脂に熱硬化型シリコン樹脂を混合した材料を設
ける工程と、
前記材料を半硬化させ、その上に防湿絶縁体を形成する
熱硬化型シリコン樹脂を設ける工程と、
半硬化された前記材料と前記防湿絶縁体を形成する熱硬
化型シリコン樹脂を同時に熱硬化する工程と、を備える
ことを特徴とするＥＬ素子を備える表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、時計、携帯電話、
オーディオ等に使用される液晶表示素子の背面にバック
ライトとして配置されるＥＬ素子を備える表示装置、及
び表示素子としてＥＬ素子を備える表示装置に関する。
これらのＥＬ素子を備える表示装置において用いられる
ＥＬ素子は、パッケ－ジタイプ構造とストリップ型構造
に区分される。本発明はストリップ型構造のＥＬ素子に
関するものである。
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【０００２】
【従来の技術】液晶表示素子のバックライト及びＥＬ表
示装置に用いられる従来のストリップ型構造のＥＬ素子
は、透明なフィルム絶縁体上にスパッタ等で透明電極体
を形成した透明導電膜付きフィルムを使用し、透明電極
体の上に発光体を印刷し、加熱硬化している。このよう
な発光体は、フッ素系合成樹脂等の分散媒体に酸化膜等
で被覆した発光体粒子が含まれる構成になっている。そ
して、発光体を加熱硬化後、誘電体、下電極体、下絶縁
体の順に印刷・加熱硬化して構成し、透明電極体と下電
極体に交流電圧を印加して、発光体を発光させる構造と
なっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来のＥＬ素子は、発
光体粒子を酸化膜等で被覆し、発光体粒子の分散媒体に
フッ素系合成樹脂等を使用して、発光体粒子を湿度から
保護しているが、高湿下で長期間使用すると、水分が下
絶縁体を通過して発光体に達し、発光体粒子表面に設置
した金属酸化膜の酸化物が水分により還元され、発光し
なくなるという課題があつた。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、従来のＥＬ素子表面に露出される下絶縁
体を熱硬化型エポキシ樹脂と熱硬化型シリコン樹脂が混
合された材料で形成した。
【０００５】さらに、下絶縁体の上に防湿絶縁体を形成
した。さらに、下絶縁体と防湿絶縁体の間に耐湿層を形
成した。
【０００６】
【発明の実施の形態】本発明による表示装置は、熱硬化
型エポキシ樹脂と熱硬化型シリコン樹脂が混合された材
料で下絶縁体６が形成されたＥＬ素子を備えている。そ
のため、下絶縁体は耐湿性が高くなるため、外部から浸
入する水分を防止することができる。
【０００７】さらに、下絶縁体６上に新たに防湿絶縁体
８を設けることにより、防湿性が向上する。また、下絶
縁体６と防湿絶縁体８の間に薄い耐湿層７を形成した。
この構成により、外部から浸入する水分は防湿絶縁体、
薄い耐湿層、下絶縁体で防湿し、発光体粒子表面に水分
が到達する量を減少させることができる。
【０００８】
【実施例】以下、図面を参照して本発明にかかる表示装
置に用いられるＥＬ素子を詳細に説明する。
【０００９】本発明の実施例によるＥＬ素子の断面構造
を図１に模式的に示す。図示したように、透明絶縁体上
１に透明電極体２が設けられている。さらに、透明電極
体２の上に発光体３、誘電体４、下電極体５が設けられ
る。さらに、下電極体５の上に熱硬化型エポキシ系樹脂
に熱硬化型シリコン樹脂を重量比１％～３０％混合させ
た材料により下絶縁体６が形成される。
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【００１０】次に、このような構成のＥＬ素子の製造方
法を説明する。透明絶縁体上１にスパッタ等で透明電極
体２を形成する。さらに、透明電極体２の上に発光体３
をスクリ－ン印刷等により設けた後で硬化させる。同様
に誘電体４、下電極体５を印刷等で設け、加熱硬化して
形成する。さらに、下電極体５の上に熱硬化型エポキシ
系樹脂に熱硬化型シリコン樹脂を重量比１％～３０％混
合させた材料を、例えばスクリ－ン印刷により設け、こ
の材料を硬化させることにより下絶縁体６を形成する。
【００１１】このように、耐湿性の高い下絶縁体６を下
電極体５上に設けることにより、外部から浸入する水分
を防止することができる。
【００１２】さらに、下絶縁体６を覆うように防湿絶縁
体８を設けた構成を図２に示す。
【００１３】この場合の製造方法を説明する。下電極体
５までは上述と同様に形成できる。下電極体５上に、熱
硬化型エポキシ系樹脂に熱硬化型シリコン樹脂を重量比
１％～３０％混合した材料を、スクリ－ン印刷等で設け
る。この下絶縁体となる混合材料を６０℃～８０℃で半
硬化させる。
【００１４】この半硬化させた混合材料を覆うように主
剤と硬化剤を混合させた熱硬化型シリコン樹脂を例えば
スクリ－ン印刷で設ける。そして、これら半硬化した混
合材料と熱硬化型シリコン樹脂を１００℃～１５０℃で
同時に本加熱して完全に硬化させる。このようにして、
混合材料は下絶縁体６となり、主剤と硬化剤が混合され
た熱硬化型シリコン樹脂は防湿絶縁体８となる。
【００１５】さらに、下絶縁体６と防湿絶縁体８の間に
薄い耐湿層７を形成した構成を図３に示す。防湿絶縁体*
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*８の材料である熱硬化型シリコン樹脂の主剤と硬化剤の
混合比を変えて、上述のように半硬化した混合材料と熱
硬化型シリコン樹脂を同時に本硬化して、下絶縁体６と
防湿絶縁体８と薄い耐湿層７が形成できる。
【００１６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によるＥＬ
素子の下絶縁体６は直径数μｍ～数十μｍのシリコン樹
脂がエポキシ樹脂に分散された構造となり下絶縁体６の
耐湿性を向上させる事ができる。
【００１７】防湿絶縁体８を形成し耐湿性を高め、下絶
縁体６と防湿絶縁体８の間に数μｍの耐湿層７を形成し
てさらに耐湿性を向上させる事ができ、高湿下において
長期間の使用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の表示装置に用いられるＥＬ素子の断面
構成を模式的に示す図である。
【図２】本発明の表示装置に用いられる防湿絶縁体を備
えるＥＬ素子の断面構成を模式的に示す図である。
【図３】本発明の表示装置に用いられる耐湿層を備える
ＥＬ素子の断面構成を模式的に示す図である。
【符号の説明】
１  透明絶縁体
２  透明電極体
３  発光体
４  誘電体
５  下電極体
６  下絶縁体
７  耐湿層
８  防湿絶縁体
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【図３】



专利名称(译) 具有EL元件的显示装置及其制造方法

公开(公告)号 JP2003303678A 公开(公告)日 2003-10-24

申请号 JP2002105391 申请日 2002-04-08

[标]申请(专利权)人(译) 精工电子有限公司

申请(专利权)人(译) 精工电子有限公司

[标]发明人 安立英明

发明人 安立 英明

IPC分类号 H05B33/04 H05B33/10

FI分类号 H05B33/04 H05B33/10

F-TERM分类号 3K007/AB11 3K007/AB13 3K007/BB02 3K007/CB01 3K007/DA04 3K007/DA05 3K007/FA02 3K107
/AA08 3K107/AA09 3K107/BB01 3K107/BB03 3K107/CC23 3K107/DD02 3K107/EE46 3K107/EE49 
3K107/EE50 3K107/FF14 3K107/GG00 3K107/GG28

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提高带状EL元件和显示设备的耐湿性。 下绝缘体由其中
热固性环氧树脂与热固性硅树脂混合以提高耐湿性的材料形成。 此外，
在下部绝缘体上设置防潮绝缘体。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4ad7b1f9-a29e-47eb-906d-5d1df0381ac2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029390118/publication/JP2003303678A?q=JP2003303678A

